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Abstract (en)
[origin: US2019133270A1] A method for assembling a stone on a setting support, the stone being cut to exhibit a table, a crown, a girdle and a
pavilion. A substrate with a recess for the stone, the recess forming, between the substrate and the stone, a peripheral free space in the vicinity of
the girdle and of the zones of the crown and of the pavilion contiguous to the girdle, the peripheral free space including a bottom having a conductive
surface. Electroplating, in the peripheral free space, a metal layer in the vicinity of the girdle and of the zones of the crown and of the pavilion
contiguous to the girdle, so as to confine the girdle in the metal layer to form, around the girdle, the setting support. The stone and its setting support
are released from the substrate.

Abstract (fr)
L'invention se rapporte à un procédé d'assemblage d'une pierre (1) sur un support de fixation (2), ladite pierre (1) étant taillée pour présenter une
table, une couronne, un rondiste (5) et une culasse, ledit procédé d'assemblage comportant les étapes suivantes: a) se munir d'un substrat (8)
comportant au moins un logement (10) dans lequel est positionnée ladite pierre (1), ledit logement (10) étant agencé pour former entre le substrat
(8) et ladite pierre (1) un espace libre périphérique (12) au moins au niveau du rondiste (5) et de zones (4a, 6a) de la couronne (4) et de la culasse
(6) contiguës au rondiste (5), ledit espace libre périphérique (12) comprenant un fond (14) présentant une surface conductrice (16) b) déposer par
voie galvanique dans ledit espace libre périphérique (12) une couche métallique (36) au moins au niveau du rondiste (5) et des zones (4a, 6a) de
la couronne (4) et de la culasse (6) contiguës au rondiste (5) de manière à emprisonner ledit rondiste (5) dans ladite couche métallique (36) pour
former, au moins sensiblement autour du rondiste (5) de la pierre (1), ledit support de fixation (2) c) libérer ladite pierre (1) et son support de fixation
(2) du substrat (8). L'invention concerne également un procédé de sertissage sur un élément d'une pièce d'horlogerie ou de bijouterie d'une pierre et
de son support de fixation obtenus selon ledit procédé d'assemblage.
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